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Abstract (en)
1. Process for etching metal surfaces, in particular printed circuits, wherein the metal (such as copper) is corroded off the circuit by means of a
solution containing sulfuric acid or phosphoric acid and hydrogen peroxide and this solution is passed through a cycle and used repeatedly for
etching, characterized in that hydrogen peroxide is added to the solution immediately prior to each application or during application to the circuit to
be etched in such an amount that it is just sufficient for each etching procedure and substantially no hydrogen peroxide remains in the solution after
the etching procedure.

Abstract (de)
Um bei einem Verfahren zum Ätzen von Metalloberflächen, bei welchem man das Metall auf der Schaltung mittels einer Schwefelsäure oder
Phosphorsäure und Wasserstoffperoxid enthaltenden Lösung abätzt und diese Lösung im Kreislauf führt und wiederholt zum Ätzen verwendet,
die Probleme der katalytischen Zersetzung des Wasserstoffperoxids auch ohne Fremdzusätze zu lösen, wird vorgeschlagen, daß man der Lösung
unmittelbar vor jedem Aufbringen oder beim Aufbringen auf die zu ätzende Schaltung nur so viel Wasserstoffperoxid zugibt, daß es gerade für einen
Ätzvorgang ausreicht und nach dem Ätzvorgang im wesentlichen kein Wasserstoffperoxid in der Lösung enthalten ist.
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